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什么是引线框架？

 随着人工智能、5G、物联网、智能制造、新能源汽车等新兴产品和应用不断推陈出新，导体封装材料市场也在不
断发展，人们对于终端设备的功能多样化、轻薄小型化、智能化的需求，促使包括引线框架在内的封装材料不断向高
密度、高可靠性、高散热、低功耗、低成本演进。

图  引线框架，来源：新光电气

 引线框架行业是一个技术密集、资本密集的行业，生产基地主要集中在长江三角洲、珠江三角洲一带，外资企业和
国内企业各占据中国市场的50%。

 相比较国外，因国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，基础薄弱，生产设备、产品、技术工艺相对落，导致国内中
高端市场被外资企业占据。技术方面，国内引线框架生产企业的产品主要以冲压引线框架为主，蚀刻引线框架的占比
还很小。如今国内不少企业加大了引线框架的研发投入，国产替代正如火如荼。

 那么，什么是引线框架呢？

 引线框架（Lead Frame）作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料实现芯片内部电路引出端与外引线的电
气连接，形成电气回路的关键结构件。它起到了和外部导线连接的桥梁作用，是电子信息产业中重要的基础材料。

 引线框架由芯片焊盘和引脚组成。其中芯片焊盘在封装过程中为芯片提供机械支撑，而引脚则是连接芯片到封装外
的电学通路。每一个引脚末端都与芯片上的一个焊盘通过引线相连接，该端称为内引脚，引脚的另一端就是所谓管脚
，它提供与基板或PC板的机械和电学连接。

 引线框架的功能：

 1.对封装器件起到支撑作用

 2．防止模塑料在引线间突然涌出，为塑料提供支撑；

 3．使芯片连接到基板，提供了芯片到线路板的电及热通道。

 引线框架的功能要求引线框架材料满足以下特性：
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 ①导热导电性能好，能够降低电容、电感引起的不利效应，也利于散热；

 ②低热膨胀系数，良好的匹配性、钎焊性、耐蚀性、热耐性和耐氧化性，电镀性好；

 ③足够的强度，刚度和成型性。一般抗拉强度要大于450MPa，延伸率大于4%；

 ④平整度好，残余应力小；

 ⑤易冲裁加工，且不起毛刺；

 ⑥成本低，可满足大规模商业化应用的要求。

 引线框架铜带是引线框架的主要原材料之一，目前金田铜业生产的牌号有C1921、C1920、C7025等。

 引线框架加工方法一般为冲压法和蚀刻法。

 冲压法：机械冲压法一般使用跳步工具，靠机械力作用进行冲切。这种方法所使用的模具昂贵，但框架生产成本低
。

 蚀刻法：对于微细间距封装所采用的框架，通常都是采用蚀刻方法加工的，因为机械冲压加工的精度是无法满足高
密度封装要求的。化学蚀刻法大体可分为以下5个步骤：

 （1）冲压定位孔

 （2）双面涂光刻胶

 （3）UV通过掩膜板曝光、显影、固化

 （4）通过化学试剂腐蚀暴露金属（通常使用三氯化铁等试剂）

 （5）祛除光刻胶
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 金田铜业成立于1986年，专注于铜加工领域30余年，主营产品有各种高精度锡磷青铜带、紫铜带、黄铜带、锌白铜
带、铜镍硅铜带和引线框架铜带。

 如有相关铜合金带材产品需求，欢迎联系金田，电话83005999，期待您的来电！
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